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(57)摘要

本发明公开了一种用于存储器FT测试的特

定适配装置，属于芯片测试技术领域，具体包括

自动化分选机、ATE测试机、对接机构和翻转机

构，其中，所述对接机构用于对接所述自动化分

选机和所述ATE测试机；所述对接机构包括基础

机械框架、上下浮动机构、树脂机构、接口板和设

备特定适配装置；所述设备特定适配装置为ATE

测试机与自动化分选机中的存储芯片接触的最

外端接口，用于连接ATE测试机与存储芯片；所述

设备特定适配装置分为32个DSA单元，每个DSA单

元包括一个接口板和一个设备特定适配装置，每

个DSA单元中放置有16个芯片插座，用于实现单

次512个待测芯片的测试；本发明提高了测试效

率。
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1.一种用于存储器FT测试的特定适配装置，其特征在于，包括自动化分选机、ATE测试

机、对接机构和翻转机构，其中：

所述自动化分选机用于实现FT测试自动化，所述对接机构用于对接所述自动化分选机

和所述ATE测试机，所述翻转机构用于翻转所述ATE测试机；

所述对接机构包括基础机械框架、上下浮动机构、树脂机构、接口板和设备特定适配装

置；所述设备特定适配装置为ATE测试机与自动化分选机中的存储芯片接触的最外端接口，

用于连接ATE测试机与存储芯片；

所述设备特定适配装置与所述接口板一一对应，每个接口板和设备特定适配装置组成

一个DSA单元，所述对接机构共包括32个DSA单元，每个DSA单元中放置有16个芯片插座，用

于实现单次512个待测芯片的测试；

DSA单元包括插座Guide、芯片插座、插座基板、固定机械结构、Guide  Pin、Locking 

Screw  和Insertion  Guide；

DSA单元中：

所述插座Guide位于DSA的最上层，用于固定芯片插座；

所述芯片插座是测试资源和待测芯片的接触面，根据待测芯片封装的不同而更换；

所述插座基板用于进行测试资源的分配和电源滤波电容的放置；

所述固定机械结构，同时用于控制自动化分选机和ATE测试机的对接深度，读取所述待

测芯片管脚的接触电阻，若电阻数据正常，则说明对接深度符合预设深度；若电阻数据异

常，则说明对接异常，停止测试；

所述Guide  Pin为DSA单元在对接机构中的定位装置；Locking  Screw  和Insertion 

Guide用于锁紧DSA单元；

每个所述设备特定适配装置对应一个插座基板，每个所述插座基板包括4个连接器，每

个所述接口板与16个待测芯片连接，每4个待测芯片均匀分布在单个连接器周围，每个连接

器中的测试资源相同，每个设备特定适配装置中的测试资源同样相同；

每个所述连接器中分配有48个IO通道、32个DR通道、8个DPS电源、4个Optional电源、1

个端接电源、一路5V电源、8路继电器控制信号，所述继电器控制信号用于控制继电器或光

耦，以及3路校准IO信号和1路nDUT_IS信号；

所述对接机构还包括4块ID板卡，所述ID板卡与所述nDUT_IS信号相互配合，所述ID板

卡中设置有4组拨码开关，通过IO信号与ATE测试机内部的CPU连接，若CPU读取到nDUT_IS信

号，则判断插座基板已经连接，于是CPU通过读取ID  板卡的设置信息，判断插座基板和待测

芯片的种类；若CPU未读取到nDUT_IS信号，则判断插座基板未连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于存储器FT测试的特定适配装置，其特征在于，所述接

口板用于放置端接电路元器件，端接电路的通断通过控制信号控制继电器切换，并传递信

号联通ATE测试机主板和插座基板。

3.根据权利要求1所述的一种用于存储器FT测试的特定适配装置，其特征在于，每个所

述DSA单元中设置有两个干燥空气孔，用于低温测试时防止冷凝水。

4.根据权利要求1所述的一种用于存储器FT测试的特定适配装置，其特征在于，所述

DSA单元锁紧和弹出的过程为：

通过安装在固定机械结构上的四个Guide  pin，将DSA单元放置到对接机构上，拧动固
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定机械结构中的Locking  Screw，对DSA单元进行锁紧和弹出。

5.根据权利要求1所述的一种用于存储器FT测试的特定适配装置，其特征在于，所述上

下浮动机构用于缓冲ATE测试机和自动化分选机对接过程中产生的冲力。

6.根据权利要求1所述的一种用于存储器FT测试的特定适配装置，其特征在于，所述树

脂机构用于在高温测试和低温测试时隔绝温度传递。
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一种用于存储器FT测试的特定适配装置

技术领域

[0001] 本发明涉及芯片测试技术领域，具体涉及一种用于存储器FT测试的特定适配装

置。

背景技术

[0002] 随着科技的日益进步，汽车电子，可穿戴设备，智能家居，工业控制等领域蓬勃发

展，而存储器芯片是这些设备中的重要组成部分，因此存储芯片的测试及测试设备变得尤

为重要。

[0003] 封装测试  FT（Final  test），通常是芯片出货前的最后一道测试，是测试项最多的

测试，有些时候还需要做3温测试，测试成本高。FT测试属于芯片级测试，是通过测试板

（Loadboard）和测试芯片插座（芯片插座）使自动化测试设备（ATE）到封装后的芯片之间建

立电气连接，对芯片做电气连接性测试，功能测试以及参数测试等，根据测试结果筛选出满

足设计规格的产品。FT测试通常需要的硬件设备包括测试板、测试芯片插座、ATE测试机台、

Handler等。

[0004] DRAM存储器FT测试的最大难点在于，如何在最短时间内，保证出厂的Unit能够完

成全部的Function，因此，本发明提供了一种用于存储器FT测试的特定适配装置。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种用于存储器FT测试的特定适配装置，解决以下技术问

题：

[0006] DRAM存储器FT测试的最大难点在于，如何在最短时间内，保证出厂的Unit能够完

成全部的Function。

[0007] 本发明的目的可以通过以下技术方案实现：

[0008] 一种用于存储器FT测试的特定适配装置，包括自动化分选机、ATE测试机、对接机

构和翻转机构，其中：

[0009] 所述自动化分选机用于实现FT测试自动化，所述对接机构用于对接所述自动化分

选机和所述ATE测试机，所述翻转机构用于翻转所述ATE测试机；

[0010] 所述对接机构包括基础机械框架、上下浮动机构、树脂机构、接口板和设备特定适

配装置；所述设备特定适配装置为ATE测试机与自动化分选机中的存储芯片接触的最外端

接口，用于连接ATE测试机与存储芯片；

[0011] 所述设备特定适配装置中包括32个DSA单元，每个DSA单元中放置有16个芯片插

座，用于实现单次512个待测芯片的测试。

[0012] 作为本发明进一步的方案：所述设备特定适配装置与所述接口板一一对应，所述

接口板用于放置端接电路元器件，端接电路的通断通过控制信号控制继电器切换，并传递

信号联通ATE测试机主板和插座基板。

[0013] 作为本发明进一步的方案：DSA单元包括插座Guide、芯片插座、插座基板、固定机
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械结构、Guide  Pin、Locking  Screw  和Insertion  Guide。

[0014] 作为本发明进一步的方案：DSA单元中：

[0015] 所述插座Guide位于DSA的最上层，用于固定芯片插座；

[0016] 所述芯片插座是测试资源和待测芯片的接触面，根据待测芯片封装的不同而更

换；

[0017] 所述插座基板用于进行测试资源的分配和电源滤波电容的放置；

[0018] 所述固定机械结构，同时用于控制自动化分选机和ATE测试机的对接深度，读取所

述待测芯片管脚的接触电阻，若电阻数据正常，则说明对接深度符合预设深度；若电阻数据

异常，则说明对接异常，停止测试；

[0019] 所述Guide  Pin为DSA单元在对接机构中的定位装置；Locking  Screw  和

Insertion  Guide用于锁紧DSA单元。

[0020] 作为本发明进一步的方案：每个所述设备特定适配装置对应一个插座基板，每个

所述插座基板包括4个连接器，每个所述接口板与16个待测芯片连接，每4个待测芯片均匀

分布在单个连接器周围，每个连接器中的测试资源相同，每个设备特定适配装置中的测试

资源同样相同。

[0021] 作为本发明进一步的方案：每个所述连接器中分配有48个IO通道、32个DR通道、8

个DPS电源、4个Optional电源、1个端接电源、一路5V电源、8路继电器控制信号，所述继电器

控制信号用于控制继电器或光耦，以及3路校准IO信号和1路nDUT_IS信号；

[0022] 所述对接机构还包括4块ID板卡，所述ID板卡与所述nDUT_IS信号相互配合，所述

ID板卡中设置有4组拨码开关，通过IO信号与ATE测试机内部的CPU连接，若CPU读取到nDUT_

IS信号，则判断插座基板已经连接，于是CPU通过读取ID  板卡的设置信息，判断插座基板和

待测芯片的种类；若CPU未读取到nDUT_IS信号，则判断插座基板未连接。

[0023] 作为本发明进一步的方案：每个所述DSA单元中设置有两个干燥空气孔，用于低温

测试时防止冷凝水。

[0024] 作为本发明进一步的方案：所述DSA单元锁紧和弹出的过程为：

[0025] 通过安装在固定机械结构上的四个Guide  pin，将DSA单元放置到对接机构上，拧

动固定机械结构中的Locking  Screw，对DSA单元进行锁紧和弹出。

[0026] 作为本发明进一步的方案：所述上下浮动机构用于缓冲ATE测试机和自动化分选

机对接过程中产生的冲力。

[0027] 作为本发明进一步的方案：所述树脂机构用于在高温测试和低温测试时隔绝温度

传递。

[0028] 本发明的有益效果：

[0029] 本发明通过设备特定适配装置，实现了ATE测试机与存储芯片的精准对接，保证了

测试的准确性，通过接口板和插座基板的设计，实现了信号的传递和切换，保证了测试的稳

定性，并通过固定机械结构的设计，实现了对接深度的控制，提高了测试的安全性，本发明

单次可同时测试512颗存储芯片，提高测试效率，降低测试成本，且单个DSA单元设计简单，

其他31个DSA单元可以完全复制，提高设计效率，DSA单元安装拆卸简单，易于使用和维护。
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附图说明

[0030] 下面结合附图对本发明作进一步的说明。

[0031] 图1是本发明的结构示意图；

[0032] 图2是本发明插座基板的资源分配示意图；

[0033] 图3是本发明接口板的结构示意图。

具体实施方式

[0034] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0035] 请参阅图1‑3所示，一种用于存储器FT测试的特定适配装置，包括自动化分选机

Handler、ATE测试机、对接机构HI‑FIX和翻转机构，其中：

[0036] 所述自动化分选机用于实现FT测试自动化，所述对接机构用于对接所述自动化分

选机和所述ATE测试机，所述翻转机构用于翻转所述ATE测试机；

[0037] 所述对接机构包括基础机械框架Base  Frame、上下浮动机构floating  Unit、树脂

机构Epoxy  Frame、接口板Interface  Board和设备特定适配装置Device  specific 

adapter；所述设备特定适配装置为ATE测试机与自动化分选机中的存储芯片接触的最外端

接口，用于连接ATE测试机与存储芯片；

[0038] 所述设备特定适配装置中包括32个DSA单元（Interface+DSA），每个DSA单元中放

置有16个芯片插座socket，  socket型号需根据被测芯片变化而更换，用于实现单次512个

待测芯片DUTs的测试。

[0039] 在本发明的一种优选的实施例中，所述设备特定适配装置与所述接口板一一对

应，所述接口板用于放置端接电路元器件，端接电路的通断通过控制信号控制继电器切换，

并传递信号联通ATE测试机主板和插座基板，一个HI‑FIX可放置32个DSA单元，总并行数为

512  Para。

[0040] 一块接口板上有8组端接电路，每组端接电路可控制4路端接信号，总数可实现32

路端接信号，并且只需要一路端接电源VTERM_F，一个CW信号（即Ubits信号）即可，软件控制

或者测试程序编写时极其方便，也可以根据测试芯片的需求，提供更多的端接电源和Ubits

信号，例如4路Optional  电源和8路Ubits信号。

[0041] 信号端接的作用是为了保证信号质量，通常是以50欧姆接存储芯片电源VDDQ的二

分之一作为上拉源，电路里的上拉电阻为48.7  欧姆，加上继电器的电阻，总数为50欧姆左

右。

[0042] Interface  Board和Socket  Board配合使用，接口板可以将Socket  board中放置

不下的器件放置其中以节省Socket  board中的空间，绝大部分的socket  Board空间受限，

因为Top面需要放置socket，并且需要绝对的平整度，通常不能放置任何器件，Bottom面只

有少量的空间可以放置元器件（通常为各类型滤波电容），剩下的电路就需要放置在

Interface  Board上，例如信号的端接电路，除此之外，它仅作为连接器使用以联通主板和

Socket  board，我们可以通过relay切换是否需要使用端接电路。如果主板和Socket  board
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中连接器部分信号分配保持不变的话，接口板也是不需要被重新设计且可以重复使用。

[0043] 在本发明的另一种优选的实施例中，DSA单元包括Socket  Guide、芯片插座

Socket、插座基板Socket  Board、固定机械结构Spacer  Block、Guide  Pin、Locking  Screw 

和Insertion  Guide。

[0044] 在本实施例的一种优选的情况中，DSA单元中：

[0045] 所述插座Guide位于DSA的最上层，用于固定芯片插座；

[0046] 所述芯片插座是测试资源和待测芯片的接触面，根据待测芯片封装的不同而更

换；

[0047] 所述插座基板用于进行测试资源的分配和电源滤波电容的放置；

[0048] 所述固定机械结构，同时用于控制自动化分选机和ATE测试机的对接深度，读取所

述待测芯片管脚的接触电阻，若电阻数据正常，则说明对接深度符合预设深度；若电阻数据

异常，则说明对接异常，停止测试；

[0049] 所述Guide  Pin为DSA单元在对接机构中的定位装置；Locking  Screw  和

Insertion  Guide用于锁紧DSA单元。

[0050] 本发明的Handler的docking  depth范围是27.5mm—37.45mm，在设计DSA的时候需

要匹配他的Docking  depth，防止Docking的时候损坏测试机和芯片。

[0051] 本发明设计的docking  depth是33mm，是从树脂机构表面到芯片插座表面的距离，

那么用来固定接口板和插座基板的机械件在设计的时候就需要计算高度来满足这里的

33mm的设计尺度。

[0052] 在本实施例的另一种优选的情况中，每个所述设备特定适配装置对应一个插座基

板，每个所述插座基板包括4个连接器，每个所述接口板与16个待测芯片连接，每4个待测芯

片均匀分布在单个连接器周围，每个连接器中的测试资源相同，每个设备特定适配装置中

的测试资源同样相同。

[0053] 一个插座基板Socket  board上面包含16个待测芯片DUTs，它们均匀分布在4个连

接器周围，每个连接器上面的资源完全一致，每个HI‑FIX上分布32个DSA，资源也完全一致，

所以在设计的时候，512个DUTs，只需要设计每个连接器上的4个DUTs即可。

[0054] 在本实施例的另一种优选的情况中，每个连接器上分配有48个IO通道，32个DR

（Drive  only）通道，8个DPS电源，4个Optional电源，1个端接电源（用来给信号提供端接电

压），一路5V电源；8路Ubits（继电器控制信号）信号，单个Ubits信号可以提供多达70mA电

流，用来控制继电器或者光耦；3路校准IO信号；1路nDUT_IS信号。

[0055] 其中，3路校准IO信号：IO信号用来传输校准数据，送到测试机内部CPU保存调用，

保证所有的数字信号到DUT管脚处的时延在一个规格范围内，本发明测试机的spec是±100 

ps。

[0056] 其中，1路nDUT_IS信号：可以用以判断Socket  Board连接性，以及连接的Socket 

Board以及Device的种类，需要搭配4块固定在HI‑FIX上的ID  Board使用，ID  Board上设有4

组拨码开关，通过IO信号与测试机内部CPU连接，当CPU读取到nDUT_IS信号后，确认Socket 

Board已经连接，则CPU会读取ID  Board的设置信息，从而判断Socket  Board和DUT的种类，

单个ID  board上总共设有16  bits  位，4块ID  Board总共有64  bits位，可以满足各种设置

需求。
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[0057] 整个测试过程中，将会用到四块主板，每块主板中有32个完全相同的连接器，将不

同instrument中的信号整合到连接器并传递到接口板中，每个连接器中的信号分配都是一

模一样的，每块接口板中有4个连接器，每块主板将会通过线缆与8块完全相同的接口板连

接，一共会用到32块完全相同的接口板。Socket  board与接口板中连接器的位置完全一样，

每块Socket  board与接口板之间都可以一一对应，所以Socket  board也使用到了32块。每

个连接器中的信号可以在Socket  board中分配给4个DUT进行测试，每块DSA中有4个连接

器，所以一共可以进行512个DUT的并行测试。

[0058] 在本发明的另一种优选的实施例中，每个DSA  单元上有两个干燥空气孔，用于低

温测试时防止冷凝水，导致电路短路，从而使测试失败，损坏芯片。干燥空气的总流量为30‑

350  LPM，常规设置为290  LPM，分配到每个DSA单元上是9  LPM/DSA，从而保证测试过程不受

冷凝水影响。

[0059] 在本实施例的另一种优选的情况中，所述DSA单元锁紧和弹出的过程为：

[0060] 通过安装在固定机械结构上的四个Guide  pin，将DSA单元放置到对接机构上，拧

动固定机械结构中的Locking  Screw，对DSA单元进行锁紧和弹出。

[0061] 在本发明的另一种优选的实施例中，所述上下浮动机构用于缓冲ATE测试机和自

动化分选机对接过程中产生的冲力。

[0062] 在本发明的另一种优选的实施例中，所述树脂机构用于在高温测试和低温测试时

隔绝温度传递。

[0063] 以上对本发明的一个实施例进行了详细说明，但所述内容仅为本发明的较佳实施

例，不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进

等，均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。
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图 3
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